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常州银河世纪微电子股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

                                                       

投资者关

系活动 

类别 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观 √其他 （电话会议） 

参与单位

名称及人

员姓名 

银华基金郭磊 

兴全基金涂围 

时间 2021 年 6月 23日 

地点 电话会议 

公司接待

人员姓名 

总经理岳廉 

董事会秘书金银龙 

投资者关

系活动 

主要内容

介绍 

Q: 公司对业高景气度的持续性公司怎么看，目前公司的产能利用

率、交期以及涨价情况如何？ 

A：在当前半导体器件供不应求的竞争形势下，有效资源将更有利

于向行业高景气度的公司集中，更有利于行业头部企业创新发展。

我们预计高端器件的紧缺还会持续一段较长的时间。 

公司目前在手订单充足，生产经营情况正常，产能利用率较高，并

积极推进募投扩产项目的实施，不断提升产能。 

在目前交期不得不延长的情况下，公司按照客户的需求紧急度、重

要度以价格毛利情况等几个维度综合考量安排供货。 

由于原物料的大幅涨价，导致公司产品成本的上升，对此公司在产

品销售方面也采取了相应的价格调整策略，以保证公司产品毛利率

能维持在合理的水平。 

 

Q: 公司的自研芯片情况，自研芯片的封装占比，供应商涨价的情

况如何？ 

A：公司拥有分立器件芯片研发生产线，自制芯片主要是部分品类

的功率二极管芯片，包括高压整流二极管芯片、超低压降整流二极

管芯片、瞬态电压抑制二极管芯片等平面结构二极管芯片，以及整

流二极管芯片、超快恢复开关二极管芯片等台面结构二极管芯片，

小信号器件和光电器件等品类产品的芯片目前全部外购。 



公司自制的芯片主要用于自配，很少对外销售，目前公司自制芯片

约占公司芯片总需求的 20%-25%。 

去年以来，公司采购的各种原材料价格都有一定幅度的上涨，特别

是芯片、铜材等涨幅较大，对产品的材料成本产生了较大的影响。

公司通过规模化生产和加强成本管控消化了部分压力，同时也通过

市场端销价调整转化了部分压力。 

 

Q: 公司产品下游应用的占比变化，在本轮缺货中是否带来加速导

入高端客户的机会？ 

A：公司产品的下游应用主要为计算机及周边设备、家用电器、网

络与通讯、适配器及电源、绿色照明、工业控制、汽车电子等领域，

对各个应用领域的销售今年都呈现明显的同比上涨趋势，特别是计

算机及周边设备应用领域的占比和同比增幅均较大，2021年第一季

度的占比达到 26.5%，同比增幅超过 110%。 

本轮缺货的确给公司带来了加速导入高端客户的机会，公司积极推

进产品结构和客户结构的调整，加快针对重点客户的供应商资格认

定、批量供货导入和品种份额提升等拓展工作，促进公司的长期可

持续发展。 

 

Q: 公司产品升级以及品类扩充的战略构想及计划？ 

A：围绕公司的发展战略，公司近期将紧紧围绕两个募投项目： “半

导体分立器件产业提升项目”和“研发中心提升项目”来展开。通

过强化技术创新能力，不断提高产品性能和质量水平，适应小型化、

功率化、集成化以及高能效、高可靠性的市场要求，努力实现公司

经营业绩的稳长。 

附件清单

（如有） 

无 

日期 2021 年 7月 3日 

 

 

投资者关

系活动 

类别 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观            □其他（电话会议） 

参与单位

名称及人

员姓名 

国泰基金张阳 

时间 2021 年 6月 25日 

地点 常州银河世纪微电子股份有限公司会议室 



公司接待

人员姓名 

董事长杨森茂 

财务经理李福承 

投资者关

系活动 

主要内容

介绍 

Q: 如何看待行业景气度的持续性 

A：就中长期而言，新技术的发展和叠加，使得信息化、智能化和

自动化进程加快，有力地拉动了对半导体器件的需求；就短期而言，

受全球性新冠疫情和国际贸易摩擦影响，使得国外对中国电子产品

的需求量大幅上升，而国内企业布局国产化安全供应链逐步成为趋

势，再加上前几年半导体行业的投资偏少、国内产业技术层面需要

提升等因素，导致目前市场上半导体器件的供需紧张。从需求的持

续性趋势和投资的滞后周期来看，目前这样的缺货情况估计还会延

续到明年。 

 

Q: 今年以来的产品涨价情况 

A：由于原材料的上涨幅度太大了，所以除了供应链和公司自身想

办法消化部分外，公司也只能通过产品销格调整来转化部分。公司

总体的策略是立足于长远的可持续性发展，没有趁势大幅度涨价去

追求短期利益，而是通过技术进步来推进产品结构调整和客户结构

的调整。公司今年的毛利率水平稳定，并有小幅提升。 

 

Q: 目前的产能利用和扩张情况，募投项目实施情况 

A：在晶圆方面，公司自有一条 5/6 寸平面芯片线和一条 4 寸台面

芯片线，主要生产功率半导体二极管芯片，全部用于自配。自制芯

片占公司芯片总需求的比例在 20%-25%。小信号芯片和光电器件芯

片全面外购。除了自制晶圆再扩产一部分外，针对目前市场上

MOSFET 和 SKY芯片十分紧张的形势，公司也在强化外部芯片定制定

点的供应链布局和管控工作，以确保公司长期的竞争能力。 

在封测方面，公司主要以自主品牌为客户提供产品，相对于目前的

订单需求，公司主要产能瓶颈在封装。公司积极推进募投扩产项目

的建设，募投项目总体计划提升贴片产品的封装产能 50%以上，完

全达产周期为 2-3年。  

 

Q: 客户及应用市场的发展规划 

A：公司的客户主要以消费类电器产品为主，今年电脑周边产品，

如显示器、主板、风扇、路由器、POS 机等增长较快，工控类和汽

车电子也是公司后续要着力拓展的领域。 

目前小信号器件是公司的核心业务，我们将进一步做强做大，并充

分利用功率二极管芯片自研能力，扩大功率器件的销售。未来公司

还将加强封装技术的研究和布局，重点围绕 SiP、CSP 等先进封装

技术和 SiC SBD等第三代半导体的应用，不断提升公司的核心技术



能力。 

附件清单

（如有） 
无 

日期 2021 年 7月 3日 

 


